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EPMOLD MP100

エポキシ系モデリングペースト

用途

EPMOLD MP100 はエポキシ系モデリングペーストです。遊星式ミキサーで混合し、粗形状の基体に手作業で厚さ

10-40 mm に施工して、室温で硬化できます。高い耐熱性を得るには、加熱による後硬化が必要です。EPMOLD MP100

は可使時間が長く、発熱が少なく、大型モデル、型、軽量検査治具の製作に使用します。

主な特長

• 長い可使時間と低発熱 • 軽量で切削加工しやすい

• 手作業または遊星式ミキサーで混合可能 • 厚さ 40mm まで施工可能

物理的特性

試験規格 主剤 硬化剤

混合比(質量比) 100 40

外観 目視 ペースト状 ペースト状

色 目視 白色 灰色

比重、25°C (g/cm3) ISO1675:1985 約0.8 約0.52

硬化物の比重、25°C ISO2781:1996 0.65-0.68g/cm3

可使時間(500g)、25°C 50-70min

切削加工可能になるまでの時間、25°C 20-24 時間

発熱ピーク温度およびピークに達する時間、

25°C(500g)

83°C

86min

機械的特性

特性 試験規格 EPMOLD MP100

硬度 ISO868:2003 ショアD63-67

曲げ強さ ISO178 17-23MPa

圧縮強さ ISO604 30-35MPa

ガラス転移温度Tg ISO11357(DSC) >100°C

線膨張係数 ISO11359-2 45±5*10-6K-1

(1) 標準試験片で得られた平均値／硬化条件:40°C 4hrs+80°C 2hrs+100°C 4hrs
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荷姿

EPMOLDMP100 主剤 EPMOLDMP100 硬化剤

10kgx2 4kgx2

保存期間と保管条件

両成分とも、15～25°C の乾燥した場所で元の容器を未開封のまま保管した場合、保存期間は 12 か月です。低温

保管では材料が硬くなり混合しにくくなるため、40-60 °C に加温し、十分に軟らかくしてから混合することを推

奨します。この加温は最終製品の特性に影響しません。開封した容器は使用後すぐに密閉してください。

取扱い上の注意

取り扱い時は、十分な換気を確保し、手袋と保護眼鏡を着用するなど、通常の安全衛生上の注意事項を守ってくだ

さい。詳細は製品安全データシートを参照してください。

取扱い上の注意

換気の良い室内で加工してください。加工中は皮膚との接触を避け、手袋、マスク、保護眼鏡および保護衣を着用

してください。詳細は材料安全データシートを参照してください。

注意事項

上記のデータは特定の条件下で測定したものです。実際の用途では加工方法や条件が異なるため、使用前に必要な

試験を行い、実際の要求を満たすことを確認してください。EPTEK は、製品が当社の厳格な品質管理基準に適合す

ることを保証します。
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